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 本論文においては C60 分子を水溶媒に分散させるため、CD などの水溶性の錯体を用
いた。これらの錯体には、C60 分子と同等の孔構造が存在することから C60 のキャップ
構造により分散させることが期待できる。本論文では、CD に存在する孔構造のサイズ
を変化させるため、α-CD, β-CD,そして γ-CD を用いた。その結果、β-CD を混合するこ
とにより、C60のケージ上に β―CDが２分子分結合した錯体を形成することを確認した。




されており γ-CD では 300nm と孔構造のより変化する。さらに、凝集体の粒子径は CD
の濃度にも依存する。具体的にはCDの濃度が１ｗt%では２1０nmであるのに対して、
0.01Wt%では 160nm まで変化する。これらの凝集体の直径はｐH にも依存し、ｐH４
まではアルカリから酸領域に変化させたときに凝集径には大きな変化は見られないが、
ｐH4 以下で凝集径が増大する。この傾向は γ-CD でも同様であることから分子径の影
響のほか、水溶媒に対する CD の親和性にも影響するものと思われる。CD により形成
された凝集体は、水溶媒中で比較的安定に存在し、沈降試験を実施した結果、C60/β-CD
においても３０日間凝集径の変化が見られなかった。   

















C60 結合型ナノ研磨微粒子は、SiC のみではなくダイヤモンド基板への CMP 応用も期
待できる。 
 
学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文に関し、調査委員から C60凝集体が材料除去に対するメカニズムや凝集体の構
造、そして、表面構造体の形成過程などについて質問がなされたが、いずれも著者から
満足（明確）な回答が得られた。また、公聴会においても、台湾科技大学の陳教授らも
含め、海外からの多数の出席者があり、種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明
によって質問者の理解が得られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
